附件1
集成电路设计产品首轮流片奖励项目申报说明
一、申报条件
1.申报单位为在京从事集成电路设计业务的法人企业。
2.申报单位在2021年10月1日至2022年6月30日内开展多项目晶圆（MPW）或工程产品首轮流片（全掩膜），且产品流片合同已执行完毕，并承诺在京开展该产品产业化工作。
二、支持方式和标准
1.对开展多项目晶圆（MPW）首轮流片的企业，按照产品流片费用的50%予以奖励，单个企业年度奖励额最高不超过300万元；
2.对开展工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按产品流片费用的30%予以奖励，单个企业年度奖励额最高不超过1000万元；
3.对在京代工的工程产品首轮流片（全掩膜）的企业，按产品流片费用的50%予以奖励，单个企业年度奖励额最高不超过2000万元。
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集成电路设计产品首轮流片奖励项目

申报材料清单

1.北京市集成电路设计产品首轮流片奖励申报书（见附件1-2）

2.从事集成电路设计业务相关证明材料

（1）企业自主开发或拥有集成电路设计相关知识产权（如集成电路芯片设计专利、布图设计登记、软件著作权等）列表。
（2）企业生产经营场所、开发环境及技术支撑环境等可证明从事集成电路业务的材料，如使用正版EDA工具的合同、机时交费证明或购买发票等复印件。
3.首轮流片奖励相关材料

（1）申报明细表。（见附件1-3）
（2）证明材料。
a.企业与代工厂签订的新产品首轮流片合同，包括批量验证流片、掩膜版制作合同等（如企业通过公共服务平台流片，需提供企业与服务平台、服务平台与代工厂台签订的相关合同）。
b.流片合同执行相关的财务凭证、付款发票及银行回单。
c.由专业查新机构提供的所申报产品的查新报告及相关说明材料。

4.承诺书（见附件1-4）
5.所在区推荐函

附件1-2
北京市集成电路设计产品
首轮流片奖励申报书
 申报单位（公章）：____________________
联 系 人：__________________________
联系电话：__________________________
申报日期：__________________________
申报项目：□ 新产品多项目晶圆（MPW）流片
          □ 工程产品首轮流片（全掩膜）
                      □ 工程产品首轮流片（全掩膜）- 在京代工
	企业名称
	

	注册地址
	
	注册日期
	

	注册地址
	

	通讯地址
	
	邮政编码
	

	申报金额
（万元）
	□ 多项目晶圆（MPW）流片

	
	总投入
	
	申请支持金额
	

	
	□ 工程产品首轮流片（全掩膜）

	
	总投入
	
	申请支持金额
	

	
	□ 工程产品首轮流片（全掩膜）- 在京代工

	
	总投入
	
	申请支持金额
	

	法定代表人
	姓  名
	
	职务
	

	
	身份证号码
	
	手机号码
	

	
	E-mail
	

	注册资本
（万元）
	
	其中：外资（含港澳台）比例
	%

	企业性质
	□国有    □外商独资    □中外合资    □民营     □其他

	主要财务指标
（万元）
	2021年

	
	企业收入总额
	            其中：出口：        内销：         

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	同比增长%
	

	
	研发费用总额
	
	同比增长%
	

	
	利润总额
	
	同比增长%
	

	
	流片投入费用
	
	同比增长%
	

	
	购买集成电路设计相关工具及IP费用
	设计工具：            IP：      

	
	2022上半年（1-6月）

	
	企业收入总额
	
	同比增长%
	

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	同比增长%
	

	
	2022年（全年预估）

	
	企业收入总额
	            其中：出口：        内销：     

	
	其中：集成电路设计销售（营业）收入
	
	研发费用总额
	

	
	流片投入费用
	

	经营范围
	（包含但不限于从事集成电路功能研发、设计及相关服务）


	主要产品
	产品名称及型号
	芯片
线宽
	芯片
制造厂商
	芯片
封装厂商
	主要
IP供应商
	主要客户

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	核心团队简介
	

	融资情况（仅填写集成电路相关）
	

	分公司（或子公司）分布情况（仅填写集成电路相关）
	

	获得的奖励及荣誉称号（仅填写集成电路相关）
	

	上市计划
	


附件1-3

北京市集成电路设计产品首轮流片奖励申报明细表
                                                                   企业名称：              （盖章）
	序号
	产品名称
	申报类型（MPW、全掩膜、在京全掩膜）
	代工
企业
	合同签订时间
	数量
（片）
	合同金额
（万元）
	记账凭证号
	发票号
	发票时间
	发票金额（万元）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（万元）
	
	
	
	
	
	


注：①  相关证明材料需以“产品名称”为分类依据，按照“合同1、记账凭证1、银行回单1、发票1、合同2、记账凭证2、银行回单2、发票2……”的顺序依次装订。

附件1-4

北京市高精尖产业发展资金承诺书
（2022年）
本单位拟申请2022年北京市高精尖产业发展资金集成电路设计产品首轮流片奖励项目，具体承诺如下：
1.本单位严格遵守《北京市高精尖产业发展资金管理办法》等相关规定；
2.本单位提交的全部材料均真实、准确、有效，申请资格和条件符合公告规定；
3.本次申请项目未获得其他市级财政资金支持；
4.本单位获得奖励支持的集成电路产品在京开展产业化工作。
5.本单位长期立足北京稳定发展（5年内法人主体不迁出北京）；
6.本单位自愿接受并积极配合市区相关部门监管；
7.本单位遵循诚实守信原则，若违反以上承诺事项，将在六个月内向北京市经济和信息化局退还全部资金。

8.本单位将按照相关法律法规和制度规定使用高精尖资金，对高精尖资金申报和使用中存在虚报、骗取、挪用、贿赂等违法违规行为，将依照《财政违法行为处罚处分条例》等相关法律法规接受处理。涉嫌犯罪的，自愿接受司法机关依法处理。
法定代表人（签字）：

                            单位（签章）：
                            时间：    年    月   


